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Im Jahr 2022 haben wir NeuroSys als Leuchtturmpro-
jekt für die Region Aachen gestartet – mit dem ambi-
tionierten Ziel, ein starkes Innovationsökosystem für 
europäische KI-Hardware aufzubauen. Heute ist dieses 
Ziel dringlicher denn je. Denn wie Henna Virkkunen, 
Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommissi-
on für Technologiesouveränität, Sicherheit und Demo-
kratie, treff end formulierte: „Wir leben in einer Welt, in 
der Geopolitik und Technologie untrennbar miteinander 
verbunden sind.“

Europa ist derzeit bei über 80 % seiner digitalen Pro-
dukte, Dienstleistungen und Infrastrukturen von An-
bietern außerhalb der EU abhängig. Diese Abhängigkeit 
geht mit Risiken für Lieferketten und die strategische 
Handlungsfähigkeit einher und verursacht erhebliche 
wirtschaftliche Kosten. Die Stärkung der technologi-
schen Souveränität Europas ist daher eine zentrale 
strategische Aufgabe für die EU und Deutschland – 
insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

Am 3. Juni 2026 stellte die Europäische Kommission 
ihr Paket zur europäischen Technologiesouveränität 
vor. Ein zentraler Baustein ist der Chips Act 2.0, der die 
Halbleiter-Wertschöpfungskette stärken, die Nach-
frage nach europäischen Technologien fördern und 
Innovationen in KI-Hardware beschleunigen soll.

Dieser politische Rahmen gibt dem BMFTR-geförder-
ten Zukunftscluster NeuroSys und unseren Aktivi-
täten zusätzlichen Rückenwind und unterstreicht 
die Bedeutung enger Zusammenarbeit zwischen Wis-
senschaft, Industrie, Start-ups, Politik und Investoren. 
Europas technologische Zukunft entscheidet sich 
daran, wie erfolgreich wir Innovationen skalieren und 
in die Anwendung bringen. So stärken wir Europas 
Wettbewerbsfähigkeit langfristig.

In 2022, we launched NeuroSys, a fl agship initiative 
for the Aachen region with the ambitious goal of buil-
ding an innovation ecosystem for European AI hard-
ware. Today, this goal is more urgent than ever. As 
Henna Virkkunen, Executive Vice-President of the 
European Commission for Tech Sovereignty, Security 
and Democracy, recently noted: “We live in a world 
where geopolitics and technology go hand in hand.”

Europe currently depends on non-EU providers for 
more than 80 % of its digital products, services, and 
infrastructure. This dependency creates vulnerabili-
ties in supply chains and strategic capabilities, and 
it carries signifi cant economic costs. Strengthening 
Europe’s technological sovereignty is therefore a stra-
tegic priority for the European Union and Germany – 
particularly in the fi eld of AI.

On June 3, 2026, the European Commission presented 
the European Technological Sovereignty Package. 
Among its key initiatives is the Chips Act 2.0, which 
aims to strengthen Europe’s semiconductor value chain, 
stimulate demand for European technologies, and 
accelerate innovation in AI hardware and advanced 
computing.

This new policy framework provides strong momentum 
for the BMFTR-funded Cluster NeuroSys and for our 
research activities more broadly. It also highlights the 
need to build close collaborations among academia, 
industry, start-ups, policymakers, and investors. Ultima-
tely, Europe’s technological future will be determined 
not only by excellent research or by the policies we 
formulate, but by our ability to scale, adopt and deploy 
the technologies we develop.
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2D-Materialien für 
energieeffi  ziente KI
Die von der EU fi nanzierten 
Projekte CERBERUS und 
2D-ADDICT untersuchen in-
novative Rechnerarchitek-
turen und elektronische 
Bauelemente für energie-
effi  ziente KI-Anwendungen.

2D Materials for 
Energy-Efficient AI 
The EU-funded projects 
CERBERUS and 2D-ADDICT 
investigate innovative com-
puting architectures and 
electronic devices for ener-
gy-efficient AI applications.

10
Projekte, 
Publikationen &
Konferenzen
Projects,
publications &
conferences
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Aus Aachen für Europa: 
NeuroSys treibt seine Vision 
für KI-Hardware voran

Vernetzung der gesamten 
Wertschöpfungskette
„Um dies zu erreichen, haben wir For- 
scher:innen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette zusammenge-
bracht, die in ihren jeweiligen Fach-
gebieten weltweit anerkannt sind“, 
erklärt Prof. Max Lemme, Sprecher 
von NeuroSys. „Darüber hinaus haben 
wir regionale Unternehmen und 
Start-ups aus dem Deeptech-Sektor 
eingebunden. Wir decken das gesamte 
Spektrum ab – von der Bauelement-
forschung über den Schaltungs- und 
Systementwurf bis hin zur Anwen-
dungsentwicklung. Zudem befassen 
wir uns mit den ethischen und sozioö-
konomischen Aspekten von KI.“

NeuroSys verbindet Wissenschaft 
und Industrie auf weltweit einzig-
artige Weise. Während die meisten 
Industriepartner aus der Region stam-
men – ganz im Sinne der Initiative 
„Clusters4Future“ – bindet NeuroSys 
auch international führende Unter-
nehmen ein, darunter Bosch, Infi neon, 
NXP, Elmos, GlobalFoundries, BMW, 
Siemens, Mercedes-Benz und Zeiss. 
Sie engagieren sich aktiv als For-
schungspartner und Beiratsmitglieder. 
Die frühzeitige Einbindung der In-
dustrie ist entscheidend, um wissen-
schaftliche Erkenntnisse in marktfä-
hige Anwendungen zu überführen.

Grundlagen schaff en
Die langfristige Vision von NeuroSys 
ist eine moderne Halbleiterfabrik 
für KI-Chips in der Rheinregion. Dies 
erfordert jedoch Investitionen in 
Milliardenhöhe und geht damit über 
die Möglichkeiten einer einzelnen 
Forschungsinitiative hinaus. Neuro-
Sys hat sich daher zum Ziel gesetzt, 
die Grundlagen für diese Vision zu 
schaff en.

Ein zentraler Bestandteil ist dabei 
der Au� au starker Verbindungen 
zu Unternehmen und Institutionen 
in Deutschland und Europa – auch 
über die geförderten Projekte hinaus. 
Diese strategischen Partner bringen 
ihre Expertise ein, beteiligen sich an 
gemeinsamen Aktivitäten und tragen 
dazu bei, das Innovationsökosystem 
des Clusters weiterzuentwickeln. 

Ebenso wichtig ist der Dialog mit 
Politik und Gesellschaft, um Debatten 
über technologische Souveränität, 
Ethik und die gesellschaftlichen Aus-
wirkungen von KI anzustoßen und 
sicherzustellen, dass technologische 
Entwicklungen im Einklang mit den 
Interessen der Gesellschaft stehen.

Komplexität meistern
Eine zentrale Herausforderung beim 
Au� au eines solchen Innovations-
ökosystems besteht darin, den un-
terschiedlichen Zeithorizonten und 
Erwartungen der beteiligten Akteure 
gerecht zu werden. Während einige 
Aktivitäten des Clusters bereits an-
wendungsnah sind, zählen andere – 
etwa die Forschung bei AMO und am 
ELD – zur Grundlagenforschung.

Um dieser Vielfalt gerecht zu werden, 
hat NeuroSys ein umfassendes Set 
von Leistungsindikatoren entwickelt, 
das wissenschaftliche Exzellenz, 
wirtschaftliche Wirkung und die Ent-
wicklung des Ökosystems erfasst. 
Ergänzt wird dieser Ansatz durch eine 
„Dynamic Learning Agenda“ – einen 
feedbackgesteuerten Prozess, der 
eine kontinuierliche Bewertung und 
Anpassung ermöglicht. So kann der 
Cluster fl exibel auf technologische, 
wirtschaftliche und politische Ent-
wicklungen reagieren und gleichzei-
tig seine langfristigen Ziele im Blick 
behalten.

Ein Modell für europäische Innovation
Der Umfang und die Komplexität von 
NeuroSys gehen weit über die eines 
klassischen Forschungsprojekts hi-
naus. Dennoch zeigen die Fortschritte 
der vergangenen vier Jahre den Wert 
dieses Ansatzes.

Heute ist NeuroSys ein international 
vernetztes Innovationsökosystem, 
das exzellente Forschung, unter-
nehmerisches Denken und regionale 
Zusammenarbeit vereint. Dies zeigt 
sich aktuell auch in der Rolle von 

NeuroSys als treibende Kraft hinter 
dem Whitepaper „Halbleiter und 
Mikroelektronik in NRW: Industrielle 
Wertschöpfung, Resilienz und Zu-
kunftschancen“, das vom Ministerium 
für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz 
und Energie des Landes Nordrhein-
Westfalen bei NMWP.NRW in Auftrag 
gegeben wurde.

NeuroSys zeigt beispielhaft, wie 
Europa wissenschaftliche Spitzen-
leistungen in technologische Inno-
vationen übersetzen kann – und wie 
die Zukunft der europäischen KI-
Hardware von Grund auf entsteht. ←

Energieeffi  ziente Hardware für KI
KI wird zunehmend Teil unseres 
Alltags – und ihre Bedeutung wird 
weiter wachsen. Doch die Zukunft 
der KI hängt nicht nur von leistungs-
fähigeren Algorithmen und größeren 
Rechenzentren ab. Sie erfordert auch 
neue Hardware, die Informationen 
schneller und vor allem energieeffi  -
zienter verarbeiten kann.

Energieeffi  zienz entwickelt sich da-
bei zu einem entscheidenden Wett-
bewerbsfaktor. Sie ist unverzichtbar 
für netzunabhängige Systeme sowie 
für Anwendungen, die eine lokale 
Datenverarbeitung erfordern, um 
Latenzzeiten zu minimieren und 
den Datenschutz zu gewährleisten. 
Beispiele sind Edge Computing, KI- 
gestützte medizinische Diagnostik, 
tragbare Gesundheitstechnologien, 
Drohnen und autonomes Fahren.

Die steigende Nachfrage nach energie-
effi  zienter KI-Hardware eröff net der 
Region Aachen – Jülich eine einzigar-
tige Chance, ihre technologische Posi-
tion zu stärken und sich im Zuge des 
Braunkohleausstiegs neu aufzustel-
len. Die Region beherbergt internati-
onal führende Forschung im Bereich 
des neuromorphen Rechnens – einem 
der vielversprechendsten Ansätze
für die Entwicklung hocheffi  zienter 
KI-Hardware. NeuroSys sieht seine 
Aufgabe darin, ein Innovationsöko-
system aufzubauen, das diese wissen-
schaftliche Exzellenz in marktfähige 
Anwendungen überführt.

Vier Jahre nach seiner Gründung hat 
sich der Cluster NeuroSys zu einem in-
ternational anerkannten Leuchtturm-
projekt im Bereich des neuromorphen 
Rechnens sowie zu einem wichtigen 
Ansprechpartner für politische Ent-
scheidungsträger und Innovatoren 
entwickelt.

NeuroSys ist einer der 14 Cluster, die 
im Rahmen der Initiative „Clusters4Fu-
ture“ der Bundesregierung gefördert 
werden. Ziel der Initiative ist es,  regio-
nale Allianzen zu bilden, um Spitzen-
forschung in praktische Anwendun-
gen zu überführen. NeuroSys verfolgt 
von Anfang an ein ambitioniertes Ziel: 
den Au� au eines Innovationsökosy-
stems für europäische Hardware im 
Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI).
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Prof. Max Lemme auf der re:publica Berlin, einer der führenden Konferenzen zur digitalen Gesellschaft 
(19. Mai 2026). Der Austausch mit Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ist ein zentraler Bestandteil der 
NeuroSys-Strategie.  Prof. Max Lemme at re:publica Berlin, one of Europe’s leading conferences on 
digital society (May 19, 2026). Engaging with society, industry, and policymakers is a cornerstone of 
NeuroSys’s strategy.
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Four years after its launch, the 
Cluster NeuroSys has succeeded in 
becoming an internationally visible 
beacon in the fi eld of neuromorphic 
computing and a reference point for 
policymakers and innovators.

NeuroSys is one of the 14 Clusters 
funded by the Clusters4Future Initi-
ative of the German Government, an 
initiative aimed at building regional 
alliances to translate cutting-edge 
research into real-world applications. 
NeuroSys dreamed big from the start. 
Its ambition: to build an innovation 
ecosystem for European hardware 
for artifi cial intelligence (AI). 

Energy-effi  cient hardware for AI 
AI is rapidly becoming part of every-
day life and its importance continues 
to grow. But the future of AI depends 
not only on more powerful algorith-
ms and larger data centers. It also 
requires new hardware capable of 
processing information faster and, 
above all, more effi  ciently.

Energy effi  ciency is indeed becoming 
a critical competitive factor. It is 
essential for autonomous systems 
operating off  the power grid, as well 
as for applications that require local 
data-processing to minimize latency 
and maximize data privacy. Examples 
include edge computing, AI-assisted 
medical diagnostics, wearable health 
technologies, drones, and autono-
mous driving. 

As the demand for energy-effi  cient AI-
hardware grows, the Aachen – Jülich 
region has a unique opportunity to 
strengthen its technological position 
and to reinvent itself in the wake of 
phasing-out of brown-coal mining. 
The region is, in fact, home to inter-
nationally leading research in neuro-
morphic computing — one of the most 
promising approaches for developing 
highly effi  cient AI hardware. The 
challenge taken up by NeuroSys is 
to develop an ecosystem to trans-
late this excellence into marketable 
applications.

From Aachen to Europe: 
NeuroSys is driving forward 
its vision for AI hardware

Connecting the Entire Value Chain
“To achieve this, we have brought 
together researchers along the entire 
value chain, each of whom with global 
visibility in her or his fi eld,” explains 
Prof. Max Lemme, spokesperson of 
NeuroSys. “In addition, we have recru-
ited regional companies and start-ups 
from the deeptech sector. We cover 
the entire fi eld – from device research 
to circuit and system design, to appli-
cation development. And we also 
address the ethical and socio-econo-
mical aspects of AI.”

NeuroSys combines academia and 
industry in a way that is unique world-
wide. While most of the industrial 
partners are regional ones — as envisi-
oned by the Cluster4Future initiative — 
NeuroSys also involves leading global 
companies, including Bosch, Infi neon, 
NXP, Elmos, GlobalFoundries, BMW, 
Siemens, Mercedes-Benz, and Zeiss, 
which actively contribute as research 
partners and advisory board mem-
bers. The early involvement of indus-
trial partners in research projects is 
key to translating scientifi c advances 
into practical applications. 

Laying the Groundwork
NeuroSys’s ultimate vision is a modern 
semiconductor factory for AI chips in 
the Rhine region. This is something 
that goes beyond the achievable go-
als of any research initiative, requiring 
investment on a scale of billions of 
euros. The role taken upon itself by 
NeuroSys is to lay the groundwork for 
this vision to become a reality. 

An important part of NeuroSys’s ef-
fort involves building strong connec-
tions beyond the funded projects 
with companies and institutions 
across Germany and Europe. The stra-
tegic partners contribute expertise, 
participate in collaborative activities 
and help to shape the Cluster’s inno-
vation ecosystem. 

Equally important is the dialogue with 
policymakers and society, to foster 
discussions on technological sover-
eignty, ethics, and the societal impli-
cations of AI, and to ensure that tech-
nological progress is aligned with
broader public interests.

Navigating Complexity
A major challenge in this ecosystem-
building process is catering for the 
diff erent timescales and expectations 
of the diff erent stakeholders, which 
can be very far apart. While some 
of the Cluster’s activities are close 
to application, many others, such as 
the research performed at AMO and 
ELD, are more akin to fundamental 
research.  

To manage this diversity, NeuroSys 
has established a comprehensive set 
of performance indicators that mea-
sure scientifi c excellence, economic 
impact, and ecosystem development. 
Complementing this is the use of a 
Dynamic Learning Agenda, a feed-
back-driven framework that supports 
continuous evaluation and adaptati-
on. This enables the Cluster to res-
pond to technological, economic, and 
political changes while remaining 
focused on its long-term goals.

A Model for European Innovation
The scale and complexity of NeuroSys 
extend far beyond those of a con-
ventional research project. Yet the 
progress achieved over the past four 
years demonstrates the value of this 
approach.

Today, NeuroSys is a visible, internati-
onally connected innovation ecosys-
tem that brings together research 
excellence, entrepreneurial thinking, 
and regional collaboration. It is also a 
major contributor to the white paper 
Semiconductors and Microelectronics 
in NRW: Industrial Value Creation, 
Resilience, and Future Opportunities, 
commissioned by the Ministry of 
Economic Aff airs, Industry, Climate 
Protection and Energy of the State of 
North Rhine-Westphalia.  

NeuroSys can serve as a model for 
how Europe can translate scientifi c 
leadership into technological innova-
tion — and how the future of Euro-
pean AI hardware can be built from 
the ground up. ←

Das NeuroSys-Ökosystem umfasst derzeit 18 wissenschaftliche Partner, 17 Unternehmen und 
Wirtschaftsförderer (darunter vier Start-ups) sowie 25 Mitglieder des Beirats und drei Strategic 
Partners.  NeuroSys’s ecosystem currently comprises 18 scientifi c partners, 17 companies and 
associations (including four start-ups), 25 advisory board members and three strategic partners. 

Neuro
Sys
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Künstliche Intelligenz verlagert sich 
zunehmend von der Cloud hin zum 

„Edge“, wo Daten lokal verarbeitet 
werden, statt an entfernte Rechen-
zentren gesendet zu werden. Smart-
phones führen Spracherkennung 
und Bildverbesserung direkt auf 
dem Gerät aus, autonome Roboter 
reagieren in Echtzeit auf ihre Um-
gebung, und moderne Fahrzeuge 
analysieren kontinuierlich Sensor-
daten für Fahrerassistenzsysteme.

Two New EU 
Projects for 
the AI Hardware 
of Tomorrow

Artificial intelligence is increasingly 
moving from the cloud to the edge, 
where data is processed locally in-
stead of being sent to distant data 
centers. Smartphones perform speech 
recognition and image enhancement 
on the device, autonomous robots 
react instantly to their surroundings, 
and modern vehicles continuously 
analyze sensor data for driver assi-
stance. 

Edge AI is considered one of the most 
promising fields of modern microelec-
tronics, as it enables faster response 
times, keeps sensitive data local, and 
reduces dependence on internet con-
nectivity. Yet its further development 
is often limited by the gap between 
the computing demands of advanced 
AI and the strict size and energy con-
straints of portable devices. 

This is where AMO’s two new EU 
projects, CERBERUS and 2D-ADDICT, 
come in. While pursuing different 
approaches, both projects share the 
same aim: to develop ultra-energy-
efficient hardware based on two-
dimensional (2D) materials.

CERBERUS focuses on in-memory 
computing (IMC), an approach that 
combines data storage and proces-
sing on the same chip, dramatically 
reducing energy-intensive data trans-
fers. The project develops energy-
efficient memristors based on mo-
lybdenum disulfide, graphene-based 
heat spreaders for improved thermal 
management, and highly effective 
peripheral circuits. Together, these 
innovations aim to triple the energy 
efficiency of current IMC systems, 
enabling advanced AI applications 
even on the smallest edge devices.

The sister project 2D-ADDICT com-
plements this work by developing 
electronic switches based on 2D 
materials that overcome the scaling 
limits of conventional semiconduc-
tor technology. The goal is to enable 
ultra-low-power devices with higher 
performance while opening the door 
to new computing concepts for future 
microelectronics and AI applications.

Both projects are funded through the 
highly competitive EU programme 

“EIC Pathfinder Challenges”, which 
supports visionary research on future 
technologies. In the 2024 call, only 31 
of 401 eligible proposals were selec- 
ted for funding – including CERBERUS 
and 2D-ADDICT.

Together, the two projects create 
valuable synergies and strengthen 
the research on future AI hardware 
carried out within NeuroSys (p. 4). 
This collaborative spirit was also re-
flected in the workshop “2D Materials 
for Future Electronics”, organized by 
AMO in March 2026 (p. 13). The three 
projects made major contributions to 
the scientific program, helping bring 
together around 130 researchers 
from academia and industry. ←

Zwei neue EU-Projekte für 
die KI-Hardware von morgen

Edge-KI gilt als eines der vielverspre- 
chendsten Felder der modernen 
Mikroelektronik, da sie schnellere 
Reaktionszeiten ermöglicht, sensible 
Daten lokal hält und die Abhängigkeit 
von Internetverbindungen reduziert. 
Gleichzeitig wird ihre Weiterentwick-
lung oft durch die Kluft zwischen den 
Rechenanforderungen moderner KI 
und den strengen Energie- und Grö-
ßenbeschränkungen tragbarer Geräte 
begrenzt. 

Hier setzen die beiden neuen EU-
Projekte von AMO, CERBERUS und 
2D-ADDICT, an. Trotz unterschied-
licher Ansätze verfolgen beide 
Projekte dasselbe Ziel: die Entwick-
lung ultrastromsparender Hardware 
auf Basis zweidimensionaler (2D-)
Materialien.

CERBERUS konzentriert sich auf 
In-Memory Computing (IMC), einen 
Ansatz, bei dem Datenspeicherung 
und Datenverarbeitung auf dem-
selben Chip zusammengeführt wer-
den. Das Projekt entwickelt energie-
effi  ziente Memristoren auf Basis von 
Molybdändisulfi d, Graphen-basierte 
Wärmeverteiler zur verbesserten 
Wärmeableitung sowie hocheffi  ziente 
Peripherieschaltungen. 

AMO NEWS

Zusammen sollen diese Innovationen 
die Energieeffi  zienz heutiger IMC-Sys-
teme verdreifachen und leistungs-
fähige KI-Anwendungen selbst auf 
kleinsten Edge-Devices ermöglichen.

Das Schwesterprojekt 2D-ADDICT
ergänzt diesen Ansatz durch die 
Entwicklung elektronischer Schalter 
auf Basis von 2D-Materialien, die die 
Skalierungsgrenzen konventioneller 
Halbleitertechnologien überwinden. 
Ziel ist es, energieeffi  ziente Bauele-
mente mit höherer Leistungsfähigkeit 
zu entwickeln und den Weg für neue 
Rechenkonzepte in Mikroelektronik 
und KI zu ebnen. 

Beide Projekte werden im Rahmen 
des hochkompetitiven europäischen 
Förderprogramms „EIC Pathfi nder 
Challenges“ unterstützt, das visionäre 
Forschung zu zukünftigen Techno-
logien fördert. In der Ausschreibung 
2024 wurden nur 31 von 401 förderfä-
higen Anträgen ausgewählt – darunter 
CERBERUS und 2D-ADDICT.

Gemeinsam schaff en die zwei Projekte 
wertvolle Synergien und stärken die 
Forschung an zukünftiger KI-Hard-
ware im Rahmen von NeuroSys (S. 4). 
Dieser kooperative Geist zeigte sich 
auch im Workshop „2D Materials for 
Future Electronics“, den AMO im März 
2026 veranstaltete (S. 13). Die drei 
Projekte leisteten wesentliche Beiträ-
ge zum wissenschaftlichen Programm 
und brachten rund 130 Forschende 
aus Wissenschaft und Industrie zu-
sammen. ←
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AMO NEWS

Veröffentlichungen
Journal articles,
book chapters 
& proceedings
01. – 06.2026

LEIA    
Epitaxie der nächsten Generation für die 
Datenkommunikation mit CMOS-integrier-
barer Aluminiumnitrid Nanophotonik
Next Level Epitaxy for Data Communication 
with CMOS Integrable Aluminum Nitride 
Nanophotonics
Förderer  → Funding Agency: Land NRW

IPIQ    
Innovative Packaging- und Integrations-
methoden für photonische Quantentech-
nologie
Innovative packaging and integration 
methods for photonic quantum technology
Förderer  → Funding Agency: Land NRW

01 0601.01.2026 – 31.12.2028 01.03.2026 – 30.06.2028 

01.01.2026 – 30.06.202702

Kürzlich 
gestartete 
Projekte
Recently started 
projects

01.01.2026 – 31.12.202803

QuantenMOCVD
CVD-Synthese, Grundlagen und Optimierung 
von 2D-Materialien und deren Mehrschicht-
systemen für Quantentechnologien
CVD synthesis, fundamentals, and optimi-
zation of 2D materials and their multilayer 
systems for quantum technologies
Förderer  → Funding Agency: BMFTR

Agile plasmo-photonic interferometric sensor 
with liquid dielectric loading for temperature 
sensing and thermo-optic coefficient 
measurements  

Autoren  → authors:  L. Damakoudi, S. Simos, 
D. Spasopoulos, K. Fotiadis, 
E. Chatzianagnostou, O. Bhalerao, S. Suckow, 
M. C. Lemme, L. Markey, D. V. Bellas, 
E. Lampadariou, E. Lidorikis, N. Pleros, 
K. Vyrsokinos
IEEE Sensors Journal, 26, 3679, (2026).

Influence of Temperature on the Reliability of 
Graphene-Based Ozone Sensors 

Autoren  → authors:  A. Jain, K. Ganzhorn, 
A. Baklanov, T. Schaffus, W. Breuer, J. Ruhkopf, 
J. Venturini, S. Troll, A. Cappellani, M. C. Lemme 
Small, e10466, (2026).

Integrated, ultrafast all-optical polariton 
transistors with sub-wavelength grating 
microcavities 

Autoren  → authors:  P. Tassan, D. Urbonas, 
B. Chmielak, J. Bolten, T. Wahlbrink, 
M. C. Lemme, M. Forster, U. Scherf, R. F. Mahrt, 
T. Stöferle   
Light: Science & Applications, 15, 65, (2026).

High UV sensitivity in graphene-silicon Schottky 
photodiodes in industry standard packaging 

Autoren  → authors:  A. Esteki, C. P. Gebauer, 
J. Avci, H. D. B. Gottlob, M. C. Lemme 
npj 2D Materials and Applications, 10, 34, 
(2026).

Integration of Low-Voltage Nanoscale MoS₂ 
Memristors on CMOS Microchips  

Autoren  → authors:  J. Lee, S. Cruces, X. Liu, 
Y. Chen, V. A. Maroufidis, J. Jo, L. Völkel, 
D. Braun, M. Möller, L. Brackmann, H. Kalisch, 
M. Heuken, A. Vescan, R. E. Dunin-Borkowski, 
J. Mayer, S. Wiefels, M. C. Lemme
Advanced Functional Materials, e27644, 
(2026). Wafer-scale Memristors based on Atomic 

Layer Deposited WS₂ 

Autoren  → authors: . Fa, C.H.X. Lam, K. Ran, 
H. Lerch, Z. Wang, B. Macco, M.C. Lemme 
2026 10th IEEE Electron Devices Technology 
& Manufacturing Conference (EDTM), 1 – 3, 
(2026).

The 2D materials roadmap   

Autoren  → authors:  W. Ren, P. Bøggild, 
J. Redwing, K. S. Novoselov, L. Sun, Y. Qi, 
K. Jia, Z. Liu, O. Burton, J. Alexander-Webber, 
S. Hofmann, Y. Cao, Y. Long, Q.-H. Yang, D. Li, 
S. H. Choi, K. K. Kim, Y. H. Lee, M. Li, Q. Huang, 
Y. Gogotsi, N. Clark, A. Carl, R. Gorbachev, 
T. Olsen, J. Rosen, K. S. Thygesen, D. K. Efetov, 
B. S. Jessen, M. Yankowitz, J. Barrier, 
R. K. Kumar, F. H. Koppens, H. Deng, X. Li, S. Dai, 
D. N. Basov, X. Wang, S. Das, X. Duan, Z. Yu, 
M. Borsch, A. C. Ferrari, R. Huber, M. Kira, 
F. Xia, X. Wang, Z.-S. Wu, X. Feng, P. Simon, 
H.-M. Cheng, B. Liu, Y. Xie, W. Jin, R. R. Nair, 
Y. Xu, Q. Zhang, A. K. Katiyar, J.-H. Ahn, 
I. Aharonovich, M. C. Hersam, S. Roche, 
Q. Hua, G. Shen, T. Ren, H.-B. Zhang, C. M. Koo, 
N. Koratkar, V. Pellegrini, R. J. Young, B. Qu, 
M. C. Lemme, A. J. Pollard  
2D Materials, 13, 021501, (2026).

Propagation loss of monolayer MoS₂ on Si₃N₄ 
waveguides at wavelengths from 1520 nm to 
1620 nm  

Autoren  → authors:  A. Kumar, S. Suckow, 
D. Schneider, B. Chmielak, R. Thomas, 
M. C. Lemme 
Optical Materials Express, 16, 803–812, (2026).

Technology Roadmap of Bioinspired Computing 
Hardware  

Autoren  → authors: S. Wang, Z. Li, M. Pei, 
Q. Ren, M. Deng, K.-W. Ang, A. Ascoli, 
S. Banerjee, M. Bonnin, Y. van de Burgt, 
B. Cheng, L. Chua, P.P. Civalleri, F. Corinto, 
T. J. Cui, S. Das, A. S. Demirkol, S. van Dijken, 
Y. Fan, L. Fang, M. Farronato, Z. R. Feng, 
E. Gemo, M. Gilli, S. Goswami, Y. He, C. Huang, 
Q. Huang, C. S. Hwang, D. Ielmini, Y. H. Jang, 
Z. Kuncic, M. C. Lemme, C. Li, S.-J. Liang, K. Liu, 
S. Liu, J. Luo, Q. Ma, W. Maass, P. Mannocci, 
I. Messaris, F. Miao, T. Mikolajick, V. Ntinas, 
J. Ponis, T. Prodromakis, D. Prousalis, Q. Shao, 
S. Slesazeck, J. P. Strachan, H. Tan, J. Tang, 
R. Tetzlaff, L. P. L. Tran, I. Valov, A. Vorias, 
B. Wang, J. Wang, S. Wang, X. Wang, Y. Wang, 
H. Wu, Q. Xia, K. Xiao, Z. Xiao, Z. Xiong, T. Xu, 
M.-J. Yang, Y. Yang, Y. Yang, W. Zhang, Y. Chai 
ACS Nano, 26, 3679 (2026).

Reduced Variability in Threshold Switches 
Using Heterostructures of SiO® and Vertically 
Aligned MoS₂

Autoren  → authors:  J. Lee, R. W. Ahmad, 
S. Cruces, D. Braun, L. Völkel, K. Ran, J. Mayer, 
S. Menzel, A. Daus, M. C. Lemme
Advanced Electronic Materials, e00800, 
(2026).

On-Chip THz-TDS Platform for High-
Sensitivity Analysis of Graphene and 
Thin-Film Conductors 

Autoren  → authors:  J. Lee, A. Michalski, 
S. Sawallich, M. C. Lemme, M. Nagel 
Nano Letters,  26, 3823 (2026).

Pulsed DC Sputter Deposition of Stable 
Turbostratic Boron Nitride Thin Films  

Autoren  → authors:  J. Schätz, M. Krenzer, 
T. Schaffus, M. Otto, F. Kühnel, F. Streb, 
G. Benstetter, G. S. Duesberg, S. Pindl, 
M. C. Lemme
Advanced Materials Interfaces, e01038, 
(2026).

Impact of Scattering on Graphene Geometric 
Diodes: A Comparative Analysis Between 
Simulations and Experiments

Autoren  → authors:  D. Truccolo, 
A. Hemmetter, P. Palestri, A. Abramo, 
S. Boscolo, Z. Wang, M. C. Lemme, M. Midrio
IEEE Transactions on Electron Devices, 
73, 2696 – 2702, (2026).

Enhanced Zero-Bias Rectification in 
1D Metal-Double-Insulator-Graphene 
Diodes for RF Energy Harvesting 

Autoren  → authors:  A. Hemmetter, 
F. Pasadas, E. G. Marin, A. Godoy, Z. Wang, 
M. C. Lemme 
ACS Applied Electronic Materials, 8, 3472 
(2026).

Water-based, large-scale transfer of 2D 
materials grown on sapphire substrates 

Autoren  → authors:  Y. Fa, M. Buttberg, 
K. Ran, R. W. Ahmad, DN. Rademacher, 
L. Völkel, E. Reato, M. Otto, S. Krotkus, 
J. Mischke, E. Yengel, C. Mauder, A. Henning, 
M. Heuken, K. Ran, J. Mayer, M. C. Lemme
npj 2D Materials and Applications, 10, 48, 
(2026).
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01.01.2026 – 31.12.2027 

CAMO V2
Camofoil 2.0 – Fortschrittliches Material 
für einen disruptiven Ansatz im Signatur-
management
Camofoil 2.0 – Advanced material for dis-
ruptive approach to signature management 
Förderer  → Funding Agency: EU

CERBERUS
Erschließung des vollen Potenzials von 
Edge KI durch In Memory Computing auf 
Basis von 2D Materialien mit extrem 
hoher Energieeffizienz
Unlocking the Full Potential of Edge AI 
through In-memory Computing Based on 2D 
Materials with Extreme Energy Efficiency  
Förderer  → Funding Agency: EU

01.02.2026 – 31.01.2030

04

05

Nanodiag BW U2
Nanoporen Technologie für die molekulare 
Diagnostik der Zukunft
Nanopore technology for the molecular 
diagnostics of the future
Förderer  → Funding Agency: BMFTR

07 01.04.2026 – 31.03.2029

TITAN
Miniaturisierter Siliziumphotonik 
Gassensor on Chip 
miniaTurized sIlicon phoTonics gAs 
seNsor-on-chip
Förderer  → Funding Agency: EU

07 01.06.2026 – 31.05.2029

Influence of Top Electrode Metal on Resistive 
Switching in Multilayer MOCVD MoS₂ 
Memristors  

Autoren  → authors:  D. Braun, J. Liu, 
V. A. Maroufidis, H. Fiadziushkin, L. Völkel, 
J. Lee, S. Cruces, A. Grundmann, K. Ran, 
T. Wahlbrink, H. Kalisch, A. Vescan, J. Mayer, 
M. Heuken, A. Daus, M. C. Lemme 
Advanced Electronic Materials, e00017, 
(2026).

Miniaturized PtSe₂-based piezoresistive 
pressure sensors with enhanced sensitivity

Autoren  → authors:  R. Gupta, S. Lukas, 
N. Rademacher, M. Gross, N. Dominik, 
G. S. Duesberg, M. C. Lemme 
IEEE Sensors Journal, in press (2026).

BioSens
Brechungsindexsensoren auf einer 
plasmonisch photonischen Hybridplattform 
für hochempfindliche Biosensorik 
Refractive index sensors on a plasmonic 
photonic hybrid platform for ultra 
sensitive biosensing
Förderer  → Funding Agency: Land NRW

Non-Volatile Silicon Mach-Zehnder Switches 
with 0.7 π Phase Shift Based on Graphene 
Heaters and Sb₂Se₃ Phase Change Material 

Autoren  → authors:  J. Samland, F. Hoff, 
T. Veslin, H. Lerch, B. Chmielak, M. Otto, 
C. Porschatis, B. Canto, S. Suckow, M. Wuttig, 
M. C. Lemme
Advanced Optical Materials, e03295 (2026).
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22ⁿ International Symposium 
on the Physics of Semiconductors 
and Applications (ISPSA2026)
Jeju, Korea, 28.06. – 02.07.2026  

Wafer-scale integration of 2D materials
→ Z. Wang (Invited)

AMO NEWS

Konferenz-
beiträge
Conference 
contributions
01. – 06.2026

AMO NEWS
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Konferenz-
höhepunkte
Conference 
Highlights  Zum zweiten von AMO und ELD organisierten 

Workshop „2D-Materialien für die Elektro-
nik der Zukunft“, trafen sich insgesamt 127 
Forscher:innen und Vertreter:innen der 
Industrie im Super-C-Gebäude der RWTH 
Aachen. Die Veranstaltung bot eine lebendige 
Plattform für wissenschaftlichen Austausch 
und förderte die Vernetzung innerhalb der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft.
A total of 127 researchers and industry 
representatives gathered at RWTH Aachen 
University’s Super C building for the second 
“2D Materials for Future Electronics” work-
shop, organised by AMO and ELD. The 
event provided a lively platform for scien-
tific exchange and networking within the 
community.

Hybrid and Perovskite materials 
for energy, lighting, sensing and 
computing conference (HYPE 2026)  
Athens, Greece, 22.–24.06.2026 

Top-Down Patterning of Metal Halide 
Perovskites for On-Chip Device Integration
→ M. Mohammadi (Invited), S. Goudarzi, 
F. Fabrizi, S. Khan, L. Starodubtceva, 
S. B. Anantharaman, M. C. Lemme

Silicon Saxony Days 
Dresden, Germany, 15.–17.06.2026

Cluster4future NeuroSys – 
Neuromorphic Hardware for AI Systems
→ M. C. Lemme (Invited) 

2026 IRDS/ISRDS Workshop   
Granada, Spain, 18.05. – 19.05.26   

Towards fab compatible processing of 
2D materials for neuromorphic computing 
devices
→ B. Uzlu (Invited)

E-MRS Spring Meeting & Exhibit 
Strasbourg, France, 25. – 29.05.26  

Highly Sensitive MoS₂/PbS Photodetector 
Arrays on Flexible Substrates, Symposium 
D. Hybrid integration and multiphysics 
nanomaterials for photonic devices and 
circuits 
→ O. Yakar, B. Uzlu, S. Stoll, A. Bala, 
F. Bertocco, S. Becker, J. S. Niehaus, 
H. Schlicke, A. Kis, Z. Wang, M. C. Lemme

Second Harmonic Generation from GaSe 
Integrated on a Si₃N₄ Waveguide
→ A. Kumar, S. Suckow, R. Thomas, 
B. Chmielak, M. C. Lemme

Engineered growth of Mo®W₁-®S₂ nanofilms 
for memristive switching
→ V. Jangra, L. Völkel, D. Braun, J. Schneider, 
S. Kataria, M. C. Lemme

MRS Spring Meeting & Exhibit
Honolulu, Hawaii, 26.04. – 01.05.26 

Engineering 2D MoS₂ Films for Ion-Based 
Memristive Switching
→ M. C. Lemme (Invited)

JRF Digitaler WissensLunch
24.04.2026 

NeuroSys Zukunftscluster: Neuromorphe 
Hardware für autonome Systeme der 
Künstlichen Intelligenz
→ T. Wahlbrink (Invited)

ALD for Industry 2026
Eindhoven, 
Netherlands, 17. – 18.03.2026

Wafer Scale fabrication of Graphene Field 
effect transistors using different 
encapsulation layers deposited by thermal 
and plasma enhanced ALD
→ B. Canto, M. Otto, S. Riazimehr, B. Robertz, 
G. Rinke, A. Centeno, A. Zurutuza, 
H. C. M. Knoops, Z. Wang, M. C. Lemme

2nd Workshop on „2D Materials 
for Future Electronics“
Aachen, 03. – 04.03.2026 

Großer Erfolg für die erste Ausgabe des 
RWTH Tech Impact Festival, das rund 1.500 
Teilnehmende aus Wissenschaft, Industrie, 
Start-ups und öffentlichen Institutionen an-
lockte. Max Lemme nahm als Panelist an der 
Diskussion „Von Exzellenz zu Wirkung: Stär-
kung der Verbindungen zwischen Pionier-
forschung und industrieller Innovation“ teil, 
während AMO Festivalgästen eine exklusive 
Führung durch die Reinräume ermöglichte.

The first RWTH Tech Impact Festival was a 
great success, attracting around 1,500 par-
ticipants from academia, industry, startups, 
and public institutions. Max Lemme partici-
pated as a panelist in the discussion “From 
Excellence to Impact: Strengthening Bridges 
Between Frontier Science and Industrial 
Innovation,” while AMO welcomed festival 
guests for an exclusive tour of its cleanroom 
facilities.

RWTH Tech Impact Festival 
Aachen, 25. – 26.03.2026

Silicon Saxony Days 2026 
Dresden, 15. – 17.06.2026  

Die Silicon Saxony Days 2026 in Dresden 
brachten mehr als 2.100 Teilnehmende 
aus Industrie, Forschung und Wirtschaft 
entlang der gesamten Halbleiter-Wertschöp-
fungskette zusammen. Gemeinsam mit dem 
NeuroSys-Cluster war AMO vor Ort und 
nutzte die Gelegenheit für zahlreiche Fach-
gespräche. Ein Highlight war die Keynote 
von Max Lemme zu neuromorpher Hardware 
für KI-Systeme, die auf großes Interesse 
stieß und lebhafte Diskussionen auslöste.

The Silicon Saxony Days 2026 in Dresden 
brought together more than 2,100 partici-
pants from industry, research, and business 
across the semiconductor value chain. 
Together with the NeuroSys Cluster, AMO 
was present, engaging in discussions and 
exchanges with partners. A key highlight 
was Max Lemme’s keynote on neuromorphic 
hardware for AI systems, which sparked 
strong interest and discussion.

Optica Quantum 2.0 
Conference & Exhibition
Glasgow, UK, 15.–18.06.26 

Dispersion-Tailored Ta₂O₅ Integrated 
Photonic Waveguides for Telecom-Band 
Nonlinear Quantum Photonics
→ M. Lipkin, G. Vydrevich, R. Thomas, 
S. Suckow, M. C. Lemme

European Conference on 
Integrated Optics (ECIO 2026) 
Zürich, Switzerland, 15.–17.06.26 

Accuracy Scaling Analysis of an Integrated 
MZI-Based Wavemeter
→ T. Gök, J. Kaur, P. Cegielski, A. Kumar, A. Eras, 
C. Nölleke, M. C. Lemme, S. Suckow

RWTH Tech Impact Festival
Aachen, Germany, 25.–26.03.26

Introduction to the panel 
“Aachen Semiconductor Initiative for North 
Rhine-Westphalia.”
→ M. C. Lemme (Invited)

2ⁿ Workshop on “2D Materials 
for Future Electronics” 
Aachen, Germany, 03. – 04.03.26 

Wafer-scale Integration of 2D Materials 
→ Z. Wang (Invited)

Geometric THz Rectennas Based on 
CVD Graphene
→ A. Hemmetter, X. Yang, Z. Wang, M. Otto, 
B. Uzlu, M. Andree, U. Pfeiffer, A. Vorobiev, 
J. Stake, M. C. Lemme, D. Neumaier

•Wafer Scale fabrication of Graphene 
Field effect transistors using different 
encapsulation layers deposited by thermal 
and plasma enhanced ALD
→ B. Canto, M. Otto, S. Riazimehr, B. Robertz, 
G. Rinke, A. Centeno, A. Zurutuza, H. C. M. 
Knoops, Z. Wang, M. C. Lemme

E-MRS Spring Meeting & Exhibit 
Strasbourg, France, 25. – 29.05.26  

Highly Sensitive MoS₂/PbS Photodetector 
Arrays on Flexible Substrates, Symposium 
D. Hybrid integration and multiphysics 
nanomaterials for photonic devices and 
circuits 
→ O. Yakar, B. Uzlu, S. Stoll, A. Bala, 
F. Bertocco, S. Becker, J. S. Niehaus, 
H. Schlicke, A. Kis, Z. Wang, M. C. Lemme

Second Harmonic Generation from GaSe 
Integrated on a Si₃N₄ Waveguide
→ A. Kumar, S. Suckow, R. Thomas, 
B. Chmielak, M. C. Lemme

Engineered growth of Mo®W₁-®S₂ nanofilms 
for memristive switching
→ V. Jangra, L. Völkel, D. Braun, J. Schneider, 
S. Kataria, M. C. Lemme

Second International Conference 
on Neuromorphic Computing and 
Engineering (ICNCE 2026) 
Aachen, Germany, 
28.06. – 02.07.2026  

Insertion Loss of Monolayer MoS₂ around 
C-Band Wavelengths on a Silicon Nitride 
Platform 
→ A. Kumar, S. Suckow, D. Schneider, 
B. Chmielak, R. Thomas, M. C. Lemme

Hardware Realization of Photonic Neuro-
morphic Reservoir Computing for Optical 
Network Monitoring and Beyond
→ E. Şeker, M. Kaveh, R. Thomas, R. Garg, 
J. Lahey, S. Li, G. v. Hünefeld, S. Suckow, 
V. Singh, J. Hopfmüller, D. Stahl, C. Schubert, 
R. Freund, and M. C. Lemme

Write Field Optimization for Photonic 
Neuromorphic and AI Systems
→ M. Lipkin, J. Kaur, G. Vydrevich, M. Möller, 
J. Bolten, R. Thomas, S. Suckow, M. C. Lemme

Conduction Mechanisms in CsPbBr₃
Resistive Random Access Memory
→ S. Goudarzi, L. Völkel, D. Braun, 
L. Starodubtceva, M. Mohammadi, 
M. C. Lemme
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VORGESTELLT

Neue Mitarbeiter*innen 
New colleagues

… und alte Bekannte
… and old companions

„Seit 2022 promoviere ich am Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente und arbeite eng 
mit der Nanophotonik-Gruppe der AMO GmbH zusammen. Im ATIQ-Projekt forsche ich an 
MoS₂ Avalanche-Photodetektoren für die hochempfi ndliche Einzelphotonendetektion. 
Trotz anspruchsvoller F & E ermöglichen die enge Zusammenarbeit und der intensive 
Wissensaustausch zwischen AMO und ELD diese Arbeit. Ich bin gespannt auf den fi nalen 
Einzelphotonendetektor, der im Rahmen dieses Projekts entstehen wird.“

“I started my PhD at the Chair of Electronic Devices in 2022, working closely with the 
Nanophotonics group at AMO GmbH. Within the ATIQ project, my research focuses on 
MoS₂ avalanche photodetectors for ultra-sensitive single-photon detection. Despite 
challenging R & D, strong teamwork and knowledge sharing between AMO and ELD make 
this work possible. I am excited to see the fi nal single-photon detector emerging under 
this framework.”

„Komplexe wissenschaftliche Herausforderungen zu lösen, treibt mich an – und bei AMO 
habe ich dafür ein ideales Umfeld gefunden. In meiner Masterarbeit arbeite ich im QSPEC- 
Projekt an integrierter Quantenphotonik und entwickle eine neue Materialplattform 
für skalierbare Anwendungen in Sensorik, sicherer Kommunikation und Quantencompu-
ting. Es motiviert mich sehr, an einer Technologie mit konkretem Anwendungspotenzial 
mitzuwirken.“

“Tackling complex scientifi c challenges is my core passion, and at AMO I’ve found an excel-
lent environment to put this into practice. In my master’s thesis, I work on integrated 
quantum photonics within the QSPEC project, developing a new material platform for 
scalable solutions in sensing, secure communication, and quantum computing. It is highly 
motivating to contribute to a technology with strong real-world impact.”

„AMO und ELD verbinden wissenschaftliche Exzellenz mit echtem Verständnis für wirt-
schaftliche Realitäten: was Innovationen leisten können – und warum das für Europa so 
entscheidend ist. Als Mitinitiator unserer regionalen Halbleiterinitiative schätze ich diese 
Haltung sehr. Wer wie AMO Forschung konsequent mit Wertschöpfung verknüpft – vom 
Reinraum bis zum Digital Hardware Hub –, stärkt Aachen als attraktiven Standort für 
Unternehmen, Investitionen und Talente aus Deutschland und Europa.“ 

“AMO and ELD combine scientifi c excellence with a genuine understanding of economic 
realities: what innovations can achieve and why that matters so much for Europe. As a 
co-initiator of our joint regional semiconductor initiative, I deeply value this mindset. 
Those who, like AMO, consistently align research with value creation – from the cleanroom 
to the Digital Hardware Hub – make Aachen an attractive location for companies, invest-
ment, and talent from Germany and Europe.”

Daniel Kaufman
Student Assistant
→ Nanophotonics & 
Quantum Technology 
Group

Vaishnavi Chaturvedi
Student Assistant
→ Perowskite 
Optoelectronics Group

Andrea Jansen
Helper
→ Finance & 
Administration

Cristina Escobar Ramírez
Student Assistant
→ Nanophotonics & 
Quantum Technology 
Group

Kevin Synnatschke 
Group Leader
→ Emmy Noether Junior 
Research Group

Ewa Janina Sekula 
Chemical technical assi-
stance
→ Services & 
Technology Transfer

Sangrock Lee 
Intern
→ Graphene Electronics 
Group 

Amirreza Shahmoradi
Student Assistant
→ Graphene Electronics 
Group 

Melis Altinöz
Research Associate
→ Graphene Electronics 
Group 

Setayesh Amini 
Research Associate
→ Chair of Electronic 
Devices

Gela Kevanashvili
Research Associate
→ Chair of Electronic 
Devices

Werde Teil unseres 
Teams.  Become part 
of our team.

Denis Besedin
Research Associate
→ Chair of Electronic 
Devices 

Ilhan Can Avcu 
Intern
→ Graphene Electronics 
Group 
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Babita Negi
Research Associate, 

Chair of Electronic Devices, 
RWTH Aachen

Grigorii Vydrevich
Student Assistant, 
Nanophotonics & 

Quantum TechnologyBi
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Raphael Jonas
Head of Division and Managing 
Director – Energy, Innovation, 

Location, International 
Chamber of Industry and 
Commerce (IHK) Aachen

Milan Buttberg
Research Associate
→ Chair of Electronic 
Devices

André-José Martin-Ledesma
Legal counsel for 
contract law and compliance
→ Management 

Lukas Batzdorf 
Student Assistant
→ Nanophotonics & 
Quantum Technology 
Group

Youssef Abounazel 
Research Associate
→ Graphene Electronics 
Group 

Willkommen! 
Welcome!



1993

gemeinnützige GmbH

Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft e. V.
Landescluster NMWP.NRW
IVAM e. V. Fachverband für Mikrotechnik
Aachen Graphene & 2D Materials Center
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